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　1961年に世界初の商用レーザメーカー
として米国シリコンバレーに創立した
Spectra-Physicsは常に新たな技術開発
を行い多くの “世界初”を創出し、半世
紀余のレーザの歴史とともに歩んでい
る。今日、各種産業用微細加工分野
ではレーザは欠かせないツールとなっ
てきている。近年は特にスマートフォン
に代表されるモバイル機器の驚異的な
需要増加に伴い、内蔵されている部品
の微細化、軽量化の要求、加えて生産
性の向上と生産コストの低減は不可欠
のものになっている。これらの製造工程
におけるソリューションに代表される産
業用レーザ微細加工の裾野はますます
拡がりを見せ、今後も大いに期待されて
いる。またSpectra-Physicsでは2011
年にオーストリアのHigh Q Laser社
を、2014年にはイスラエルのV-GEN
社を傘下に加え、フェムト秒からナノ
秒、固体レーザからファイバレーザに
至る製品群を充実させ微細加工への新
たなソリューションを提供することを
可能としている。

微細加工用途レーザにおける
選定上のパラメーター
　微細加工用途のレーザの選定におい
ては、加工物の材質、厚み、要求加工
品質、加工形状、加工スピードなど目
的に応じて最適なパラメーターのレー
ザの選定が必要となる。主なパラメー
ターとしては、波長、出力（パルスエネ
ルギー）、パルス幅（ピークエネルギー）、
繰返しなどが挙げられる。最近では、
材料物性の全く異なる物質の積層物
質、特殊な化学処理がなされた物質、

光の吸収の少ない透明物質などへ高度
な加工品質に加えて加工スピードを要
求される微細加工が増加し、最適なレ
ーザの選定も難しくなりつつある。

ファイバレーザ VGENシリーズ
　2014年にSpectra-Physics傘下に入
ったVGENシリーズ ファイバレーザは
主にMOPA方式パルスファイバレーザ

（IR及びグリーン）、Q-スイッチパルス
ファイバレーザ、CWファイバレーザを
軸に平均出力100W程度までの各種フ
ァイバレーザをラインアップしている。

　微細加工をターゲットに、従来ファ
イバレーザでは難しいとされていた優
れたビームプロファイル（M2<1.3）を実
現、特にMOPA方式ファイバレーザで
は1ns~300nsまでのパルス幅の可変、
繰り返し最大1000kHz程度までの可変
対応が可能となっている。また、任意
のタイミングでパルスを取り出せるPOD

（Pulse On Demand）機能を搭載したモ
デルも今年リリースした。1nsのショー
トパルス、高ピークパワー（40kW）によ
る熱影響の少ない加工を実現すること
が可能となった。主なアプリケーショ
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図1　MOPA方式パルスファイバレーザ　VGEN-ISP外観

図2　POD特 長 を
生かしたラスターマ
ーキング例



ンとしては、各種マーキング（微細マー
キング、ブラックマーキング、カラーマ
ーキング）、各種微細加工（FPD、太
陽電池、PCBなど）、その他各種微細
加工が可能である。グリーンパルスファ
イバレーザもMOPA方式を採用しグ
リーンが必要な微細加工への対応が可
能である。

高繰り返し産業用フェムト秒、
ピコ秒レーザ Spirit
　Spiritシリーズは、フェムト秒または
ピコ秒で出力する産業用高繰り返しレ
ーザである。 フェムト秒バージョンに
おいては400fsec以下のパルス幅を持
ち最大平均出力は16Wとなっている。
Spiritの産業用途への納入実績は増加
しており、超短パルスレーザを用いた
極めて熱影響の少ない微細加工をはじ
めとして、医療分野への応用も浸透し
つつある。
　また、2015年には透明・脆弱性素材
の微細加工用に最適化された産業用フ
ェムト秒レーザ Sprit CSを新たにリリ
ースした。Spirit CSは、特許出願中の
ClearShapeレーザプロセス工法を用
い、化学強化ガラス、非強化ガラス、
サファイアなどの材料を極めて優れた
切断品質で、曲線形状を含む高速切断
を実現する。 切断速度は数メートル毎
秒、切断面品質は他のレーザ加工法に
比べ数倍優れ、切断面粗さは＜0.1um
を可能にし、化学強化ガラスにおいて
は切断後たわみ強度700MPaを実現可
能とした。
 
高出力ハイブリッドファイバレーザ
Quasar
　Quasarはファイバレーザと固体レー
ザの技術を融合させたハイブリッドフ
ァイバレーザであり355nmにてパルス
幅10nsec、200kHzで平 均 出 力60W 
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図3　Spirit 外観

図4　ClearShape工法（特
許申請中）を用いた加工一
例

図5　化学強化ガラス（0.55 
mm厚、 強 化 層20μm）
のClearShape 工法（特許
申請中）による切断断面。
切断面粗さは＜0.1um。

図6　Quasar外観
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　スペクトラ・フィジックスは、本年11月に第4回「レーザ微細加工の最新ソリュー
ション」セミナーを開催致します。 レーザ微細加工の専門家にご講演いただくととも
に、スペクトラ・フィジックス各レーザアプリケーションを紹介し、ユーザーとの出会
いの場を提供し、新たなソリューションにてレーザ加工の裾野を広げ、産業技術の更
なる発展に貢献出来ればと考えています。

スペクトラ・フィジックス「レーザ微細加工の最新ソリューション」セミナー
【日時】2015年11月18日（水）10：00〜16：30　参加費：無料
【会場】横浜情報文化センター　情文ホール
【主催】スペクトラ・フィジックス株式会社
【協賛】Industrial Laser Solutions Japan /Laser Focus World Japan
お問い合わせ：スペクトラ・フィジックス株式会社　TEL：03-3794-5511

URL：http://www.spectra-physics.jp/topics/page1_296.html

第4回「レーザ微細加工の最新ソリューション」
セミナー開催決定
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図7　TimeShift機能により形成されたパルス例

パルスエネルギー 300μJを出力する。
プログラミングによりパルスを形成す
るTimeShift機能を搭載し、パルス幅
2nsec〜100nsecの可変を可能にし、パ
ルススプリット、バーストモード等の
多彩なパルス動作にて、これまでのQ
スイッチレーザの限界を超えた加工を
可能としている。
　Quasarに搭載されているTimeShift
機能は、パルス幅および繰り返しの任意
可変に加えパルススプリット、またバ
ーストモード等のパルス動作も可能に
している。図7に代表的なTimeShiftに
よるパルス出力例を示す。 このTime
shift機能を活用することにより加工性
や加工スピードを犠牲にすることなく、
最適な加工条件を得ることが出来、従
来のナノ秒Qスイッチ固体レーザでは
達成できなかった加工スピードを得る
ことが可能となった。

まとめ
　上述で紹介したレーザ以外にも、
Spectra-Physicsでは究極のコストパー
フォーマンスを実現したナノ秒Q-SW
レーザTalonシリーズ （〜20W@355nm、
〜20W@532nm）、　世界最小の手のひ
らサイズコンパクトQ-SWレーザExplor
erシリーズ（349nm、355nm、532nm, 
1064nm各種）などもラインアップに加
え、また、各機種において “It ’ s in the 
BOX” と称する電源とレーザヘッドを
一体化したモデルも充実しつつある。
　これら、Spectra-Physicsでは24時間、
365日稼働を前提とした産業用微細加
工をターゲットとしたナノ秒からフェ
ムト秒各種レーザを提供している。各
種アプリケーションにおいて最も適し
た高信頼性のレーザを供給すべく、ま
た、更なる多様なマーケット要求に応
えるべく産業界に貢献していく所存で
ある。
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